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芯片动静态检测KGD

规格

通过裸片阶段的检测，提升芯片良率，
从而提升模块良率，减低浪费成本

功率Si/SiC芯片（切片后的裸片）的动静态检测，
芯片分Pin

支持的晶圆尺寸:6/8/12inch
--------------------------------------------------------------
测试电压/电流:2000V/1500A以上
--------------------------------------------------------------
测试温度:常温~高温（200℃）
--------------------------------------------------------------
Ls杂感:芯片=50nH以下,模块=17nH以下
--------------------------------------------------------------
上下料:托盘，晶圆，TapeReel
--------------------------------------------------------------
UPH :＞1000
--------------------------------------------------------------

搭载高速(1μs)阻断电路,保护探针和设备 → 减少宕机时间，减低维护费用

概要

用途
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長方形
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